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1. Polimeriniai klijai,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad turi tokius priedus:

a) silicio rūgšties miltelių, kurių vidutinis dalelės dydis yra nuo 1µm iki 10µm (matinimo medžiaga);

b) silicio rūgšties miltelių, kurių vidutinis dalelės dydis yra didesnis, nei 10µm iki 200µm (struktūros formavimo elementas).

2. Polimeriniai klijai pagal ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  dar ir priešpučio priedu. 

3. Polimeriniai klijai pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad matinimo medžiaga yra pirogeninė silicio rūgštis.

4. Polimeriniai klijai pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  mažiausiai dviem struktūros formavimo elementais su skirtingų dydžių dalelėmis.

5. Polimeriniai klijai pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad polimeriniuose klijuose yra: 

1-10 masės % matinimo medžiagos ir

1-10 masės % struktūros formavimo elemento,

kur matinimo medžiaga ir struktūros formavimo elementas abu kartu sudaro mažiau nei 11% polimerinių klijų masės. 

6. Polimeriniai klijai pagal vieną iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad turi dažančios medžiagos priedo.

7. Polimerinių klijų pagal bet kurį iš 1 – 6 punktų panaudojimas klijavimo jungties sudarymui iš mažiausiai vienos matinės dalies ir kitos matinės dalies.

8. Panaudojimas pagal 7 punktą, kuriame matinė dalis yra parinktas iš akrilnitril-butadien-stirolio (ABS), celiuliozės acetatbutirato (CAB), polistirolio (PS), polikarbonato (PC), polietilentereftalatglikolio (PETG), polivinilchlorido (PVC), stirolio/α – stirol-kopolimero (S/MS), nesočiojo poliesterio (NP) arba medžio.

